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Soldadura Electrénica Basica: Técnicas y Herramientas Esenciales

La soldadura con estaio es la habilidad fundamental para reparar, construir y mantener circuitos
electrénicos. En un contexto de supervivencia o autosuficiencia, la capacidad de reparar una radio, un
cargador solar o un circuito de iluminacion puede marcar la diferencia entre tener comunicaciones y energia
o quedarse sin ellas. Esta guia cubre las herramientas necesarias, las técnicas correctas y los errores mas
comunes que hay que evitar.

Herramientas Fundamentales para Soldar

El equipo basico de soldadura electrénica no requiere una gran inversion pero si seleccionar las
herramientas adecuadas. Un soldador de mala calidad o unas herramientas inadecuadas convertiran cada
soldadura en una fuente de frustracién y juntas defectuosas.

Soldador de temperatura regulable: Un soldador de 40-60 W con control de temperatura entre 200 °Cy
450 °C es esencial. Las estaciones de soldadura (Hakko FX-888D, KSGER T12, JCD 8898) ofrecen
estabilidad térmica superior a los soldadores de lapiz simples. Para trabajo de campo, los soldadores
alimentados por USB-C de 65 W (Pinecil, TS101) son compactos y funcionan con baterias.

Estafio de soldar: Aleacidén 60/40 (60 % estafio, 40 % plomo) con nucleo de flux (resina) de 0,8 mm de
diametro para electrénica general. El estafio sin plomo (SAC305: 96,5 % Sn, 3 % Ag, 0,5 % Cu) requiere
mayor temperatura (circa 250 °C vs 200 °C del con plomo) y es menos manejable, pero es la norma en la
industria actual.

Flux adicional: Flux en pasta o liquido a base de colofonia (rosin) para limpiar las superficies antes de soldar.
Mejora enormemente la calidad de la soldadura al eliminar éxidos y mejorar la humectaciéon del estano.

Desoldador: Bomba desoldadora de succidn (tipo lapicero con muelle) y/o malla de cobre desoldante. La
bomba es mejor para agujeros pasantes; la malla para componentes de montaje superficial.

Soporte y limpieza: Soporte para soldador con esponja hiimeda o limpiador de laton (tipo viruta metalica).
El limpiador de latdn no enfria la punta como la esponja himeda, prolongando su vida util.

Tercera mano o soporte de PCB: Pinzas articuladas o un soporte de placa con brazos flexibles para sujetar
los componentes mientras se suelda. Imprescindible para trabajar solo.

Técnica de Soldadura Correcta (Through-Hole)
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La soldadura de componentes con patillas que atraviesan la placa (through-hole o de agujero pasante) es la
mas comun en proyectos DIY y reparaciones. La técnica correcta produce juntas brillantes, cénicas y fiables
qgue duraran décadas.

Paso 1: Preparar la punta: Estafar la punta del soldador aplicando una fina capa de estafo fresco. Una
punta bien estafnada es brillante y transfiere calor eficientemente. Una punta negra y seca no suelda
correctamente.

Paso 2: Posicionar el componente: Insertar las patillas del componente por los agujeros de la placa. Doblar
ligeramente las patillas por el lado de soldadura para que el componente no se caiga al darle la vuelta.

Paso 3: Aplicar calor: Colocar la punta del soldador tocando simultdneamente la patilla del componente y la
pista/pad de cobre de la placa. Calentar ambos durante 1-2 segundos.

Paso 4: Aplicar estafio: Acercar el hilo de estafio al punto de unién (no a la punta del soldador). El estaiio
debe fundirse por el calor de la junta, no por contacto directo con la punta. Aplicar suficiente estafo para
formar un cono que cubra el pad.

Paso 5: Retirar: Retirar primero el hilo de estafio y luego el soldador. No mover la junta durante 2-3
segundos mientras solidifica. El tiempo total de contacto del soldador no debe superar 3-5 segundos para
no danar el componente.

Una junta correcta tiene forma de cono o volcan, es brillante (con estafio con plomo) o ligeramente mate
(sin plomo), y el estafio fluye suavemente tanto sobre la patilla como sobre el pad. Si la junta es esférica 'y
no moja el pad, la superficie estaba sucia o no se calentd lo suficiente.

Soldadura de Componentes SMD

Los componentes de montaje superficial (SMD) son cada vez mas comunes incluso en proyectos de
aficionado. Los mdédulos Arduino, ESP32 y muchas placas comerciales usan componentes SMD que
eventualmente pueden necesitar reparacién o reemplazo.

Para componentes SMD pasivos (resistencias, condensadores) de tamafio 0805 o mayor, la técnica de
«arrastre» funciona bien: se estafian primero los pads de la placa con una pequena cantidad de estano, se
posiciona el componente con pinzas, se refunde el estafio de un pad para fijar un extremo y luego se suelda
el otro.

Para circuitos integrados con muchas patillas (TQFP, SOP), se usa la técnica de arrastre con flux abundante:
se fija una patilla de esquina, se aplica flux liquido sobre todas las patillas y se arrastra la punta del soldador
a lo largo de la fila de patillas. El flux y la tensién superficial del estano se encargan de que cada patilla
guede correctamente soldada a su pad.

Componentes sensibles al calor: Los LED, algunos sensores y los circuitos integrados CMOS son sensibles
al calor excesivo. Usar la temperatura minima efectiva (300-320 °C para estafio con plomo) y limitar el
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tiempo de contacto a 2-3 segundos maximo por patilla. Los componentes caros o sensibles pueden
protegerse con pinzas térmicas que actian como disipador.

Errores Comunes y Diagndstico de Juntas Defectuosas

Identificar y corregir juntas defectuosas es tan importante como saber hacer juntas correctas. Un circuito
puede funcionar al principio y fallar semanas o meses después por una junta fria que se agrieta con los
ciclos térmicos.

Defecto
Aspecto
Causa

Solucién

Junta fria

Mate, granulosa, irregular

Temperatura insuficiente o movimiento durante solidificacion
Recalentar con flux fresco, afadir estafio nuevo

Puente de estafno

Conexioén entre pads adyacentes

Exceso de estano o punta demasiado grande
Limpiar con malla desoldante, aplicar flux

Junta esférica

Bola de estafio que no moja el pad

Pad o patilla oxidados

Limpiar con flux, lijar suavemente si es necesario

Pad levantado

La pista de cobre se despega de la placa
Calor excesivo o fuerza mecénica

Reparar con cable puente fino (wire jumper)

Estano agrietado

Grieta visible alrededor de la patilla

Estrés mecanico o vibracién

Resoldar con flux fresco, fijar el componente

La inspeccion visual con una lupa de al menos 5x aumentos (o un microscopio USB barato) es el método
mas efectivo para encontrar juntas defectuosas. En caso de un circuito que falla intermitentemente,
presionar suavemente con un palillo sobre cada junta mientras el circuito funciona puede revelar la junta
fria responsable.

Kit de Soldadura para Emergencias
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Un kit de soldadura compacto para situaciones de emergencia o off-grid debe incluir lo minimo para
reparar circuitos esenciales sin depender de la red eléctrica.

Soldador USB-C (65 W): Pinecil o TS101. Funciona con cualquier fuente USB-C PD (power bank, cargador
de portatil, panel solar con regulador PD). Peso: 30-50 g.

Estafio 60/40 con flux: 10-20 gramos de hilo de 0,8 mm en carrete pequeio. Suficiente para cientos de
juntas.

Flux en jeringa: 5 ml de flux de colofonia (rosin). Dura meses de uso ocasional.

Malla desoldante: 1 metro de malla de 2,5 mm. Permite corregir errores y retirar componentes.

Puntas de repuesto: Una punta cénica fina (BC2) y una de cincel (D24). Las puntas se desgastan con el uso.

Componentes de repuesto: Surtido de resistencias comunes, condensadores electroliticos, diodos 1N4007,
transistores 2N2222/2N3904, LEDs, reguladores 7805/7812, fusibles y cable de cobre esmaltado.

Todo este kit cabe en un estuche del tamarfio de un libro de bolsillo y pesa menos de 300 gramos,
convirtiéndolo en una herramienta practica para incluir en cualquier equipo de emergencia.

Advertencia: Esta informacién es orientativa y educativa. En situaciones de emergencia real, consulte a

profesionales cualificados siempre que sea posible. No ponga en riesgo su vida ni la de otros sin la
formaciéon adecuada.
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